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業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、最近の業績動向を踏まえ、2021年５月13日に公表いたしました
2022年３月期第２四半期（累計）期間及び通期の業績予想を下記のとおり修正することといたしましたので、
お知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰
属する四半期純

利益

1株当たり四半期純
利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 20,000 2,700 2,700 1,900 75.97
今回修正予想(B) 24,000 5,300 5,300 3,700 147.95
増減額(B-A) 4,000 2,600 2,600 1,800
増減率(%) 20.0 96.3 96.3 94.7
（ご参考）前期第2四半期実績
（2021年3月期第2四半期） 12,869 1,087 1,227 889 35.55

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰
属する当期純利

益

1株当たり当期純利
益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 38,000 5,000 5,000 3,500 139.95
今回修正予想(B) 46,000 9,100 9,100 6,350 253.91
増減額(B-A) 8,000 4,100 4,100 2,850
増減率(%) 21.1 82.0 82.0 81.4
（ご参考）前期実績
（2021年3月期）

29,706 3,618 3,818 2,663 106.49
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2022年3月期第2四半期（累計）個別業績予想数値の修正（2021年4月1日～2021年9月30日)

2022年3月期通期個別業績予想数値の修正（2021年4月1日～2022年3月31日）

修正の理由
半導体製造装置市場は、高速通信規格「5G」の普及やコロナ禍における巣ごもり需要、自動車需要の急回復を背景とし

た半導体需要の増加に加え、中国での半導体内製化の加速などにより、活況な市場環境が続いております。当社モール
ディング装置に対する引き合いも非常に強く、前期を上回るペースの受注が続いており、今後も高い受注水準が継続する
見通しであることから、売上高については、過去最高を予想していた当初予想をさらに上回る見込みです。

また、利益につきましても、売上高の増加により工場稼働率が改善されること等から、通期の各段階利益は当初予想を
大きく上回り、過去最高となる見込みです。

※本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報
及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。ま
た、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

売上高 経常利益 四半期純利益 1株当たり四半期純利益
百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 15,800 1,040 730 29.19
今回修正予想(B) 20,000 2,800 1,960 78.37
増減額(B-A) 4,200 1,760 1,230
増減率(%) 26.6 169.2 168.5
（ご参考）前期第2四半期実績
（2021年3月期第2四半期） 10,486 565 399 15.98

売上高 経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 30,600 2,000 1,400 55.98
今回修正予想(B) 38,000 4,800 3,360 134.35
増減額(B-A) 7,400 2,800 1,960
増減率(%) 24.2 140.0 140.0
（ご参考）前期実績
（2021年3月期）

24,132 1,559 1,100 44.02

以 上
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